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-2 - 60749-19 Amend. 1 © IEC:2010

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV Report on voting

4/7720T6/CDV 4/1Z000/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC ~web site under
"http://webstore.iec.ch” in the data related to the specific publication(“At this date, the
publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

1 Scope

Number the existing ‘NOTE’ as ‘NOTE 1’ and add the following “NOTE 2” below “NOTE 1”:

"NOTE 2 In cavity packages, die shear strength is measured in order to assure the strength of the die attachment
within the cavity.

In non-cavity packages, such as plastic encapsulated packages, die bonding is used to prevent die movement until
the resin mould is completely curedi_Normally, specification of the die shear strength and the minimum adhesion
area of die bond after moulding are-unnecessary, except in the following circumstances:

— when the die needs to be _electrically connected to die pad;

— when heat from the.die needs to be diffused through the die bond.”
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a semi-
conducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CD\/ Rapport de vote
g

47/2016/CDV 472060/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publicatiop.de base ne sera
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web("de la CEIl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimeée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

1 Domaine d'application

Numéroter la «NOTE» existante par «NOTE 1» et ajouter «NOTE 2» suivante ci-dessous
«NOTE 1»:

«NOTE 2 Dans les bofitiers a cavité, Ja‘résistance de la pastille au cisaillement est mesurée afin d'assurer la
résistance de la fixation de la pastillecdans la cavité.

Dans les boitiers sans cavité, tels.que les boitiers a encapsulation plastique, la fixation de puce est utilisée pour
empécher le mouvement de\'puce jusqu'a ce que la forme de la résine soit complétement polymérisée.
Normalement, la spécification/de la résistance de la pastille au cisaillement et la zone d'adhérence minimale de
connexion de la puce aprés.moulage sont inutiles, sauf dans les cas suivants:
— lorsqu’il est nécessaire de relier électriquement la puce a la puce pastille;

— lorsqu’il est'nécessaire de diffuser la chaleur de la puce a travers la connexion de la puce."
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